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Redaktion, Verlag

Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-
Fertigung und des Advanced Packaging. 

Schwerpunkte sind:
Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung
sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen
durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und
Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die
Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik.
Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei
der Anwendung von CA-Techniken inklusive CAE/CAD/
CAM/CAT/CAQ.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektro-
statischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser
Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung
und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie
sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren
Erzeugnissen einsetzen.
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Unternehmensleitung 613 6,7
Techn. Management 2176 23,6
Forschung/Entwicklung 2439 26,5
Konstruktion 708 7,7
Fertigung 1981 21,5
Qualitiätskontrolle, Test 518 5,6
Verkauf 304 3,3
Marketing / Werbung 402 4,4
Studenten 46 0,5
Hochschulen/Sonstige 22 0,2

9216 100,0
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10 bis 49 Beschäftigte 1133 12,3
50 bis 99 Beschäftigte 767 8,3
100 bis 499 Beschäftigte 2266 24,6
500 bis 999 Beschäftigte 821 8,9
1000 und mehr Beschäftigte 2739 29,6
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Nr. Grund- Empfängergruppen Exemplare %
systematik

242 Maschinenbau 643 7,0
243 Datenverarbeitung/ 167 1,8

Büromaschinen
244 Fahrzeugbau 249 2,7
248 Luft- und Raumfahrt 279 2,3
250 Elektronikfertigung 3797 41,2

Unterhaltungselektronik 157 1,7
Medizinztechn. / Optik 314 3,4
Leiterplattenhersteller 241 2,6
Ing. Büros/Dienstleistung 1161 12,6
Mess- und Regeltechnik 413 4,5

5 Nachrichtentechnik /
Verkehr 829 9,0
Bauelemente-Hersteller 227 2,5
Stromerzeugung 51 0,6

9 Ausbildung / Forschung 628 6,8
Sonstige Branchen 60 0,7

Tatsächlich verbreitete Auflage 9216 100,0
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THEMEN UND TERMINE 2015

Termine Schwerpunktthemen SMT Messen

Bestücktechnik, Photovoltaik-
Produktion
Leiterplatten, Microvias, HDI
Packaging, Bonding
AOI, AXI, Flying Prober  

Marktübersicht:Steckverbinder

Vorberichte »SMT Hybrid Packaging«
Reparatur/Rework, Löttechnik,
Bestücktechnik, Photovoltaik
Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer,
Reinraumtechnik
Baugruppentest, Halbleitertest, AOI
Marktübersicht: Lohnfertiger

APEX
28.02 - 01.03.2015
Las Vegas

EMV 2015 
24.03. - 26.03.2015
Stuttgart

CeBIT
16.03. - 20.03.2015
Hannover

Hannover Messe
13.04. - 17.04.2015
Hannover

SMT/Hybrid/
Packaging 2015
05.05. - 07.05.2015 
Nürnberg

inter solar 2015
10.06. - 12.06.2015
München

parts2clean 2015
09.06. - 11.06.2015
Stuttgart

Semicon Europe
20.10. - 22.10.2015
Dresden

Motek 2015
05.10.- 08.10. 2015
Stuttgart

productronica 2015
10.11. - 13.11.2015
München

SPS/IPC/DRIVES 2015
24.11 - 26.11.2015
Nürnberg

Schwerpunkte
CADS

Schwerpunkte 
EMV-ESD

Advanced Packaging
Baugruppenfertigung
Leiterplattenfertigung
Test- und Qualitätssicherung 
Marktübersichten

Ständige Schwerpunkte
EDA, Leiterplatten- und
Baugruppendesign,
Entwurfswerkzeuge,
Logikanalyse, -syn-
these, Simulation

Normung, Messen/Prüfen,
Schirmung, Filter,
Antennen, Überspannungs-
schutz, Elektrostatische
Entladungen

Vorschau EMV 2015
Messtechnik
Filter, Stromversorgung
Gehäuse
ESD, Produktsicherheit
Störfestigkeit

Januar/ Februar  mit 
EMV-ESD  1

Messeheft EMV 2015
Redaktionsschluss 19.02.2015
Anzeigenschluss 27.02.2015
Erscheinungstermin 04.03.2015

März  

mit CADS 1

Redaktionsschluss 13.03.2015

Anzeigenschluss 20.03.2015
Erscheinungstermin              30.03.2015

Juni/ Juli mit  CADS 2

Redaktionsschluss 12.06.2015
Anzeigenschluss 19.06.2015
Erscheinungstermin 29.06.2015

Nachberichte »SMT Hybrid Packaging«
Packaging, Lötverfahren, 
Bestückung
Sieb-/Schablonendruck
AOI, AXI
Marktübersicht: Schablonendruck

Design, Verifikation,
Platzieren, Entflechten,
Signalintegrität
ASIC, FPGA, PLA

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegrität
Logische
Designverifikation
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Vorberichte »productronica«
Packaging, Bestückung,
Leiterplattenfertigung,
Schablonendruck, Photovoltaik
Löttechnik, Lotpasten, neue Trends
Marktübersicht:
Leiterplattenhersteller

Bestückung, Dosiereinrichtungen
Löten, AOI, AXI, Flying Prober,
Testautomation
Packaging, Chip-on-Board, Rework
Marktübersicht: Baugruppentester

Design, Verifikation,
Platzieren, Entflechten,
Signalintegrität
ASIC, FPGA, PLA

Laborein richtungen
ESD, Überspannung
Störfestigkeit
Antennen
Messtechnik
Produktsicherheit

August/ September 
mit EMV-ESD 3

Redaktionsschluss 21.08.2015
Anzeigenschluss 28.08.2015
Erscheinungstermin 07.09.2015

Oktober mit CADS  3

Redaktionsschluss 18.09.2015
Anzeigenschluss 25.09.2015
Erscheinungstermin 01.10.2015

November  mit EMV-ESD 4
MESSEHEFT »productronica 2015«
Redaktionsschluss 16.10.2015
Anzeigenschluss 23.10.2015
Erscheinungstermin 02.11.2015

Vorberichte »productronica«
Packaging, Chip-on-Board, Rework,
Bestücktechnik,  Schablonendruck
Testsysteme, Lötsysteme
Marktübersicht: Bestücksysteme

EMV-ESD-Anbieterübersicht
Teil 2
Messtechnik
Antistatische Materialien
Dienstleistungen
Störfestigkeit

Vorberichte »SMT Hybrid Packaging«
Löttechnik, Selektiv-Löten
Dispensen, Bestückung
MCM , Photovoltaik-Produktion
Board-Test, ICT, AOI, AXI
Marktübersicht: Lötsysteme

April/Mai 

mit  EMV-ESD 2

Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging

Redaktionsschluss 10.04.2015
Anzeigenschluss 17.04.2015
Erscheinungstermin             24.04.2015

EMV-ESD-Anbieterübersicht
Teil 1
Nachbericht EMV 2015
Messtechnik
Antennen
Stromversorgung
Produktsicherheit

Nachberichte »productronica«
Boardhandling, Bonding
Löttechnik, Bestücktechnik
Packaging, Underfill, Bonding
Testautomation, Boundary Scan
Marktübersicht: Bondsysteme

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegrität
Logische
Designverifikation

Dezember mit CADS  4

Redaktionsschluss 27.11.2015
Anzeigenschluss 04.12.2015
Erscheinungstermin 14.12.2015


